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2. 装置外观 

装置外观 



AUTO FLUX DIPPING 
POP 工程 
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3. 主要机构 

3 Port  

SOL.VALVE 
气量调整开关 

FLUX 管 

交换容易 

电&气 输入部 

重量中心 
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3. 主要机构 

板子弹簧 +表盘 게 
= FLUX厚度调整 

防止FLUX溢出 

结构 

 

 

FLUX厚度调整表 
FLUX厚度= 

70% X GAP 量 

脫着性 容易结构 

透过性Sensor设计 
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4. Evaluation Test 

概要 
- 公司名 : Q社 
- 地方    : 韩国  
- 产品    : S社 手机 
- PCB    : 150mm*110mm x 4Array 
- TEST 机器 : SM411F 
- TEST 期间 : 2009.2/17~2/27 (总共 11天) 
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POP 规格 

PCB Pattern 

BOTTOM PACKAGE 

BOTTOM PACKAGE 

TOP PACKAGE 

Ball Pitch Ball Size 

0.5 0.35 

Ball Pitch Ball Size 

0.65 0.4 

(Bottom Package) 

(Top  Package) 

4. Evaluation Test 
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TOP BGA SPEC 

Bottom BGA SPEC 

4. Evaluation Test 
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 1次:使用检查机 FUNCTION TEST  

 2次: 1次Function Test不良时 , 
 手动拿出TOP BGA以后装新的BGA，做2次FUNCTION TEST 

-  OK  POP工程不良 

-  NG  其他不良 

4. Evaluation Test 

POP工程不良检查方法 

OK 

不良 

良品 
TEST NG就 

其他不良 

TEST OK就 

POP工程不良 

TOP BGA 拿
出 

新的 TOP 

BGA 装置 2次 Function 

Test 

1次 检查机 

Test 
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4. Evaluation Test 

생산  개수
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测试期间: 2/17~2/27 11天,  总 17,640 PCB 生产 



(10/11) 

Date 生产量 
1次   

Function Test 

2次  

手动 TEST 
备注 

2/17 1,540 0 0 

2/18 1,800 4 0 操作人错误 

2/19 1,400 0 0 

2/20 1,300 0 0 

2/21 1,600 2 0 原材料 不良 

2/22 1,700 0 0 

2/23 1,690 0 0 

2/24 1,430 0 0 

2/25 1,540 2 0 原材料 不良 

2/26 1,680 0 0 

2/27 1,960 0 0 

合计 17,640 8 0% 

生产结果:  

4. Evaluation Test 

※ 测试通过后客户买了4台SM411F 


